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引线框架塑封结构及其制造方法研究 

潘龙慧 

（宁波德洲精密电子有限公司  浙江宁波  315000） 

摘  要：本文研究了一种新型的引线框架塑封结构及其制造方法。传统引线框架塑封结构存在易受潮、易老化、易短路等问题，限制了其

在实际应用中的可靠性和稳定性。为解决这些问题，本文提出了一种采用特殊材料和结构设计的新型引线框架塑封结构。 
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前言 

随着电子技术的飞速发展，电子元件和设备的集成度越来越高，

性能要求也越来越严格。在这样的背景下，引线框架塑封结构作为

电子元件中不可或缺的一部分，其设计和制造方法的研究显得尤为

重要。 

现有技术中引线框架一般由铜片冲压而成，其上设置用于放置

芯片的矩形基岛，矩形基岛四周设置有与芯片构成电连接的引脚，

引脚的末端连接有与其他元器件构成插接配合的针脚，针脚一般设

置在引线框架的两侧或四周并平行排列布置。引线框架以及其中的

芯片需要进行注塑封装处理，引线框架的针脚会留在注塑方块的外

部然后进行折弯，矩形基岛以及引脚都会被封装在塑料块中。其内

部芯片与金丝仅通过注塑模塑封进行包封保护，在热冲击和过应力

等情况下，内部电路很容易失效，这也是传感器芯片良品率低的重

要原因。 

1 研究背景 

1.1 引线框架塑封结构的应用现状 

引线框架塑封结构是电子元器件中常用的一种封装方式，目前

引线框架塑封结构已经广泛应用于电子元器件的封装中，其主要作

用是保护电子元器件不受外界环境的影响，同时还能够起到固定引

线的作用。在工业控制领域，塑封引线框架被用于制造传感器、控

制模块等关键部件，为工业自动化提供了重要的技术支撑。在通信

设备领域，塑封引线框架被广泛应用于路由器、交换机等设备的制

造，保障了通信设备的稳定运行。在电子家居领域，塑封引线框架

被用于制造电视、音响、灯具等家用电器，提高了产品的性能和可

靠性。 

1.2 传统引线框架塑封结构存在的问题 

引线框架是一种借助于键合材料实现芯片内部电路引出端与外

引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件，它起到了和外部导

线连接的桥梁作用，是电子信息产业中重要的基础材料。引线框架

塑封结构存在多种问题，其中最主要的是易受潮、易老化、易短路

等。由于引线框架塑封结构的特殊设计，其内部空间通常较为狭小，

因此在使用过程中，很容易受到潮湿环境的影响，导致内部元器件

受潮、腐蚀，从而影响整个电路的正常工作。此外，由于引线框架

塑封结构通常采用有机材料制成，这些材料在长期使用过程中会发

生老化现象，导致结构变形、裂纹等问题，从而影响其可靠性和稳

定性。由于引线框架塑封结构内部元器件之间的距离较近，一旦发

生短路现象，就会导致整个电路的短路，从而影响电路的正常工作。

这些问题限制了传统引线框架塑封结构在实际应用中的可靠性和稳

定性，因此需要寻找新的解决方案。 

2 新型引线框架塑封结构的设计 

2.1 结构设计 

如图所示，一种引线框架塑封结构，包括框架本体 10，框架本

体 10 的中部设置有用于托撑芯片的基岛 20，框架本体 10 的外周设

置有针脚 30，针脚 30 平行排列布置在框架本体 10 的至少两个对向

的侧面上，框架本体 10 的上端面和下端面分别设置有上塑封盒 40

和下塑封块 50，上塑封盒 40 的上端呈敞口状并显露出基岛 20，下

塑封块 50 覆盖框架本体 10 和基岛 20 的下表面，针脚 30 向下弯折

且针脚 30 下端低于下塑封块 50 下端面。 

事先制作好容纳芯片的上塑封盒 40 和针脚 30，这样采购引线

框架的用户在进行芯片封装时只需要将芯片放入上塑封盒 40 内再

固定芯片并封闭上塑封盒 40 即可，同时已经折弯的针脚 30 便于直

接与需要插装的位置形成电连接，采购引线框架的用户无需再进行

针脚的折弯，进一步降低用户的技术要求。同时由于针脚 30 下端低

于下塑封块 50 下端面，这样针脚 30 下端与电连接触点或插槽连接

时可以直接将针脚 30 下端压合在触点上然后通过焊锡进行焊接。购

买引线框架的用户安装芯片时先将芯片放入上塑封盒 40 内，再填入

粘接胶最后盖上盖板或进行注塑即可，其塑封结构和引脚都已经加

工完毕，且引脚也作出了适应性的结构设计，使得引脚可以适配各

种形状结构的触点，对用户的技术能力要求较低，甚至个人用户也

能完成芯片的封装，大大方便了客户的加工。并且芯片的封装无需

对引线框架进行定位，因此在引线框架上可以不设置定位区。 
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2.1 设计原理 

新型引线框架塑封结构的设计原理主要集中在优化封装性能、

提高散热效率、增强结构可靠性以及简化封装流程等方面。 

半包封结构设计。这种设计使得承载基板的底面直接裸露在塑

封体外，有利于散热和与外部元件的连接。同时，裸露的底面还能

增强塑封料与芯片承载基板之间的气密性，提高封装制程的良品率。 

导热介质优化。在集成电路芯片和承载基板之间使用导热介质

进行粘贴，以优化散热性能。导热介质能有效地将芯片产生的热量

传导至承载基板，并通过裸露的底面散发到外部环境中。 

冲压凹槽设计。在承载基板上冲压一个矩形凹槽，用于放置集

成电路芯片。这种设计可以确保芯片与承载基板之间的稳定连接，

同时减少封装体积，提高封装效率。 

管脚与承载基板水平设计。将管脚设置在承载基板的外表面，

并与承载基板保持在同一水平面。这种设计有利于与外部元件的连

接，同时减少封装过程中的定位难度。 

绝缘导热材料应用。在集成电路芯片表面点涂绝缘导热材料，

以保护芯片免受外部环境的影响，并进一步提高散热性能。 

通过以上设计原理的应用，新型引线框架塑封结构能够实现更

好的封装性能、更高的散热效率、更强的结构可靠性以及更简化的

封装流程。这些优点使得新型引线框架塑封结构在电子信息产业中

得到了广泛的应用。 

2.2 材料选择 

本文研究的新型引线框架塑封结构的制造方法中，材料选择是

一个非常重要的环节。为了解决传统引线框架塑封结构易受潮、易

老化、易短路等问题，我们选择了一种特殊的材料。该材料具有良

好的防潮、耐老化、防短路等性能，能够有效地提高引线框架塑封

结构的可靠性和稳定性。 

研究选择了一种高分子材料作为引线框架塑封结构的主要材料。

该材料具有优异的物理性能和化学稳定性，能够有效地防止潮气和

氧气的侵入，从而延长引线框架塑封结构的使用寿命。此外，还添

加了一些特殊的添加剂，如防氧化剂、防紫外线剂等，以进一步提

高材料的耐老化性能和稳定性。除了主要材料外，还选择了一些辅

助材料，如填充材料、润滑剂等。这些材料能够有效地改善材料的

加工性能和成型效果，从而保证引线框架塑封结构的质量和稳定性。 

3 新型引线框架塑封结构的制造方法 

一种引线框架塑封结构的制造方法，包括如下步骤： 

S1：在基材铜带 1 上蚀刻或冲压出阵列布置的由框架本体 10、

基岛 20以及平直状的半成品针脚 30构成的半成品引线框架单元 2，

并在基材铜带 1 相对的两侧蚀刻或冲压出方向定位孔 3； 

S2：在基材铜带 1 上的引线框架单元 2 的上、下端面分别注塑

出上塑封盒 40 和下塑封块 50，对半成品针脚 30 进行冲压折弯形成

成品引线框架单元 2； 

S3：将基材铜带 1 上的引线框架单元 2 裁切下来。 

将预塑封工序放在冲压工序和裁切工序之间，在引线框架单元

2 裁切下基材铜带 1 之前进行预塑封，利用基材铜带 1 本身的定位

孔 3 进行定位塑封，这样无需在引线框架设置额外的定位结构。 

所述步骤 S2 包括如下步骤：A、夹持框架本体 10 区再将引线

框架单元 2 上的半成品针脚 30 进行冲压折弯；B、在基材铜带 1 上

的引线框架单元 2 的上、下端面分别注塑出上塑封盒 40 和下塑封块

50。 

因此在进行塑封之前进行针脚 30 的弯折，这样弯折力便不会破

坏塑封件的结构形成裂缝，提升塑封件的密封性能，方式塑封完成

的芯片受潮。 

所述步骤 S2 包括如下步骤：a、在基材铜带 1 上的引线框架单

元 2 的上、下端面分别注塑出上塑封盒 40 和下塑封块 50；b、将引

线框架单元 2 上的半成品针脚 30 进行冲压折弯。 

这样不需要额外设置夹持框架本体 10 的即可，可以利用塑封机

构本身作为夹持工装进行针脚 30 的弯折，简化制造设备。 

基材铜带 1 相对的两侧的方向定位孔 3 对应每一列引线框架单

元 2 各设置一组，单组方向定位孔 3 包括位于基材铜带 1 一侧的单

孔结构和位于基材铜带 1 另一侧的双孔结构。通过单孔结构和双孔

结构区分基材铜带 1 的两侧，因为引线框架单元 2 本身的两侧形状

存在一定的区别。同时单排引线框架单元 2 对应一组定位孔 3，便

于识别裁切以及判断引线框架单元 2 位置对其进行批量预塑封。 

4 前景发展 

技术进步的推动。随着科技的不断进步，新型引线框架塑封结

构在材料、设计、工艺等方面都将迎来新的突破。例如，采用新型

高性能材料，可以进一步提高引线框架的导热性、耐热性、耐腐蚀

性等性能，满足更为严苛的应用环境。同时，随着精密加工技术的

不断发展，引线框架的制造精度也将得到进一步提升，为电子设备

提供更加稳定可靠的连接和支撑。 

结语 

经过对引线框架塑封结构及其制造方法的深入研究，我们得出

了诸多有意义的结论。随着技术的不断进步，新型材料和制造方法

的引入为引线框架塑封结构带来了更高的性能与更低的成本。同时，

我们也认识到环保和可持续发展的重要性，未来的研究应更加注重

环保材料的应用和制造过程的绿色化。展望未来，我们有信心通过

不断的技术创新，为电子元件领域的发展贡献更多力量，推动行业

向更高水平迈进。 
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